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文章摘要：

探讨了晶须增强陶瓷基复合材料(CMCs)增韧过程的主要机制, 研究了机制的
发生和作用过程对晶须角度的依赖性. 结果表明, 大部分晶须在架桥过程中折
断, 折断后的晶须可以滑动摩擦的形式继续消耗能量. 当晶须角度较大时, 
架桥过程和滑动摩擦过程因局部基体的破碎而截止. 
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